淡江大學 97 學年度第1 學期課程教學計畫表

授課科目名稱：微細加工特論
授課教師：楊龍杰          

	開課班級
	機械 eq \o(\s\up 6(系),\s\do 6(所))(日、進、研)   博   士  班
	必/選修
	選 修

	學分數
	   3 學分  3  小時（ 單 學期  3 學分）
	先修科目
	

	教學內容

及進度
	週次
	月／日
	內容

	
	第一週
	9/11
	尺度律

	
	第二週
	9/18
	半導體製程材料

	
	第三週
	9/25
	半導體製程表面處理與自我組裝

	
	第四週
	10/02
	體型微細加工特論(1)—矽晶等向性腐蝕HNA

	
	第五週
	10/09
	體型微細加工特論(2)—矽晶非等向性腐蝕KOH

	
	第六週
	10/16
	體型微細加工特論(3)—量測儀器的介紹

	
	第七週
	10/23
	面型微細加工特論(1)—犧牲層的概念與種類

	
	第八週
	10/30
	面型微細加工特論(2)—殘留應力與表面沾黏

	
	第九週
	11/06
	期中考試週

	
	第十週
	11/13
	CMOS微細加工

	
	第十一週
	11/20
	致動器設計特論(1)—靜電式

	
	第十二週
	11/27
	致動器設計特論(2)—熱挫曲式

	
	第十三週
	12/04
	致動器設計特論(3)—氣壓式

	
	第十四週
	12/11
	生物微機電特論

	
	第十五週
	12/18
	微流體系統特論

	
	第十六週
	12/25
	期末口頭報告

	
	第十七週
	1/01
	元旦放假

	
	第十八週
	1/08
	期末考試週

	講授方式
	(
	課堂講授
	
	分組討論
	
	參觀實習  
	
	其他（　　　　　　　）

	教學設備
	
	電腦
	(
	投影機
	
	其他（　　　　　　　                       ）

	教材課本
	Assigned journal papers

	參考書籍
	1. 楊龍杰，掌握微機電，滄海書局

2. 微機電系統技術與應用，國科會精密儀器中心出版

3. Madou, Fundamentals of Microfabrication, CRC press，高立書局

4. Kovacs, Micromachined Transducers Sourcebook, McGraw-Hill，高立書局

	批改作業篇數
	
	備  註
	

	成績考核方式
	(
	作業成績：  20  ％
	(
	期中考成績： 30  ％
	(
	期末考成績： 30  ％

	
	(
	專題報告：  20  ％
	
	其他（                      ）：        ％

	備考
	








